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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2019年中国半导体分立器件市场分析与投资前景研究报告》共八章

，报告旨在为投资者或企业管理者提供一个关于半导体分立器件产品的投资及其市场前景的

深度分析，为投资者和企业管理人传递正确的投资经营理念和选择，提供一个中立、全面的

投资指南手册，为半导体分立器件产品市场投资提供一个可供参照的标准。从而可以科学的

帮助企业取得较高的收益。报告在全面系统分析半导体分立器件产品市场的基础上，按照专

业的投资评估方法，站在第三方角度客观公正地对半导体分立器件产品的投资进行评价。为

企业的投资决策提供了重要的依据。 

    本报告详述了半导体分立器件产品的行业概况、市场发展现状及半导体分立器件产品市场

发展预测（未来五年市场供需及市场发展趋势），并且在研究半导体分立器件市场竞争、原

材料、客户分析的基础上，对半导体分立器件行业投资前景及投资价值进行了研究，并提出

了我们对半导体分立器件产品投资的建议。 

    半导体分立器件行业属于国家重点鼓励行业, 2009 年,  国家发改委、工业和信息化部联合下

发了《电子信息产业技术进步和技术改造投资方向》,  文件明确将覆盖产品设计、芯片制造

、封装测试等环节的半导体行业整体链条作为未来三年技术进步和技术改造的重点投资方向

。从我国半导体分立器件产业链分布 来看, 下游器件封装行业厂商较多, 市场集中度相对较低, 

产业规模发展迅速。而上游原晶片、分立器件芯片等环节由于进人壁垒较高, 涉足企业较少,  

导致分立器件芯片尤其是高端芯片仍需依赖进口。半导体分立器件芯片产业链环节投人的不

足, 将成为制约下游封装企业产能进一步扩张的瓶颈。 
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